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车规级SiC-MOSFET芯片的生产筛选与出货检验
在SiC-MOSFET晶圆制造工艺完成后，会对每一片晶圆进行电气性能测试，随后经过划片工艺和目视检查后发货。
晶圆测试方案主要分为两大类：

(1) 早期缺陷筛查
该筛查流程旨在识别并剔除存在栅极氧化层完整性缺陷、边缘终止结构缺陷或无法承受电气筛选应力等缺陷的器件，从而防止潜
在缺陷器件流入市场。

(2) 规格符合性验证
该测试类别用于验证产品是否符合产品规格中定义的特性，其中评估主要侧重于静态特性参数，以确保符合交付要求。
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